
《直接覆铜(DBC)陶瓷印制板》
编制说明
1 任务来源
鉴于直接覆铜陶瓷基板领域无行业标准可依，江苏富乐华半导体科技股份有限公司征求中国电子电路行业协会标准化工作委员会意见，计划编制《直接覆铜(DBC)陶瓷印制板》标准。该工作由江苏富乐华半导体科技股份有限公司主导，计划起止时间为2023年3月至2024年11月。
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2 标准修订的必要性
覆铜陶瓷载板是热电器件和电力电子模块的基础材料。它是一种将高导电无氧铜在高温下直接键合到陶瓷表面而形成的复合金属陶瓷基板，它既具有陶瓷的高导热性、高电绝缘性、高机械强度、低膨胀等特性，又具有无氧铜金属的高导电性和优异的焊接性能，并能像PCB线路板一样刻蚀出各种图形，是电力电子领域功率模块封装连接芯片与散热衬底的关键材料。
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陶瓷覆铜板集合了功率电子封装材料所具有的各种优点：
①陶瓷部分具有优良的导热耐压特性；
②铜导体部分具有极高的载流能力；
③金属和陶瓷间具有较高的附着强度和可靠性；
④便于刻蚀图形，形成电路基板；
⑤焊接性能优良，适用于铝丝键合。
陶瓷覆铜板的应用：
1、汽车电子，航天航空及军用电子组件；
2、智能功率组件；固态继电器，高频开关电源；
3、太阳能电池板组件；电讯专用交换机，接收系统；激光等工业电子；
4、
大功率电力半导体模块；电子加热器、半导体致冷器；功率控制电路，功率混合电路。
[image: image3.png]—_—
FREAR
Environmental Technology
AT
Concentrator Photovoltalc(CPV)
KPS Solar Converters
72565 Wind Power Plants
LED 83 LED Lighting

T

Industry
#¥)» 8 Thermoelectric Coolers
=@ Ar Condtoning
5 Power Supples

BABFER
Power Electronics
IGBTHIR IGB Modules
IPMEiR IPM Modules.
Mos#

MOS Modules

1
Construction Semiconductor
Eloments

R

Home Appliances

AR White Goods
1A Thermoelectric Coolers

AE

Automotive
ABS
WF) Electrical Power Steering
LEDEAT LED Lighting
RAUWNNE Hybrid Vehicles
A Electric Vehicles

itk High-speed Rail

% Bullet Trains




3 工作简况
2023年3月，在中国电子电路行业协会标准化工作委员会的协助下成立了工作组。江苏富乐华半导体科技股份有限公司作为组长单位，工作组包括以下成员单位：广州陶积电电子科技有限公司、深圳市博敏电子有限公司、南京中江新材料科技有限公司、合肥圣达电子科技实业有限公司、浙江德汇电子陶瓷有限公司、博敏电子股份有限公司、比亚迪半导体股份有限公司、上海富乐华半导体科技有限公司、四川富乐华半导体科技有限公司、常州澳弘电子股份有限公司、欣强电子(清远)有限公司、安捷利美维（厦门）有限责任公司 、广德新三联电子有限公司、广州广合科技股份有限公司、重庆航凌电路板有限公司、景旺电子科技（龙川）有限公司、无锡睿龙新材料科技有限公司、南亚新材料科技股份有限公司、成都航天通信设备有限责任公司、江苏富乐华功率半导体研究院有限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司等。江苏富乐华根据这几年业内的发展及征询成员单位的意见，结合中国电子电路行业协会标准化工作委员会的审核意见，对标准进行了初步修订，并于2023年5月15日形成初稿。2023年6月29日收集到小组内意见反馈203条，技术型意见47条，采纳30条；9月15日面审会收集专家意见19条，全部采纳；10月19日收到专家意见5条，全部采纳；11月20日收集到组内最新意见28条，全部采纳；最终形成组内讨论稿终稿。
4 标准修订情况说明

本标准为新拟标准，不涉及标准修订。
5 遗留问题处理说明
无。
6 预期达到的社会效益等情况
氧化铝基板主要应用于高铁、电动汽车、动车、风电、新能源等领域,随着高科技领域的不断发展,多领域大量应用,质量稳定的特性,未来市场需求量会非常大。
随着我国战略性新兴产业的兴起，电力电子技术在风能、太阳能、热泵、水电、生物质能、绿色建筑、新能源装备、电动汽车、轨道交通等先进制造业等重要领域都发挥着重要的作用，而这其中的许多领域在“十三五”规划中都具备万亿以上的市场规模，其必将带来电力电子技术及其产业的高速发展，迎来重大的发展机遇期。这些将对IGBT 模块封装的关键材料---陶瓷覆铜板形成了巨大需求。
7 知识产权情况说明
本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到第4章“结构”和第5章“要求与检验方法”的5.5条“结构完整性”等内容与“一种提高DCB覆铜陶瓷基板冷热冲击可靠性的方法（专利号CN 112686718 A）”、“一种提高覆铜陶瓷基板可靠性的方法（专利号CN 115719709 A）”相关专利的使用。
本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。
该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案，相关信息可以通过以下联系方式获得：
专利持有人姓名：江苏富乐华半导体科技股份有限公司/上海富乐华半导体科技股份有限公司
地址：江苏省东台市城东新区鸿达路18号/上海市宝山区山连路181号3栋
8 采用国际标准和国外先进标准情况
本标准为自主编制，未采用国际和国外先进标准。
9 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
无。
10 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
11 贯彻标准的要求和措施建议
本标准为新建标准，建议加快标准审查、出版速度,以满足行业需求。
12 替代或废止现行相关标准的建议
无。 
13 其它应予说明的事项
无。
《直接覆铜(DBC)陶瓷印制板》
团体标准工作组 
                                               2023年8月21日 
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